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SOITEC ET SCREEN S’ASSOCIENT POUR PRODUIRE DES SUBSRATS FD-SOI
300MM AVEC UNE UNIFORMITE CONTROLEE A L’'ECHELLE ATO MIQUE

La production en masse de substrats FD-SOI permetedréduire les colts de fabrication des
dispositifs semi-conducteurs de haute performance

» Deux leaders de l'industrie collaborent pour produie des substrats avec une
uniformité contr6lée a I'échelle atomique

» L’optimisation des rendements de production du FD-8I permet de répondre a la
demande mondiale

* L'un des 10 premiers équipementiers rejoint I'écossteme FD-SOI en plein essor

San Francisco, Californie (SEMICON West 2015), le 13juillet 2015 — Soitec (Euronext), leader
mondial dans la génération et la production de ri@abé semi-conducteurs pour I'électronique et
I'énergie, et SCREEN Semiconductor Solutions Co.ingportant fabricant d’équipements de pointe
pour I'industrie des semi-conducteurs, ont mis @nteensemble un procédé de production a fort velum
permettant d’obtenir une uniformité a I'échelleraique de +5 angstroms sur I'ensemble de la sudace
toutes les plaques de silicium sur isolant totalgmedéplétées » (Fully Depleted FD-SOI) en 300 mm.
Le contréle a I'échelle atomique de I'épaisseutadeouche supérieure de silicium du substrat S€lras
ainsi une excellente maitrise de la géométrieahststor, point clé de la technologie Fully Depletee
succes collaboratif maximise non seulement lederments des substrats pour la technologie FD-SOI
mais constitue également une étape supplémentaield renforcement de I'écosystéme mondial de la
technologie FD-SOI.

La capacité a créer des couches uniformes deusilioffre au substrat FD-SOI des performances et des
caractéristiques électriques optimales sur touseiface des plaques. La technologie FD-SOI s'&ppui
sur les plaques a base de silicium sur isolantesguelles sont fabriqués les circu@®s substrats sont
composeés d’'une couche supérieure ultramince agusiliet d’'une couche ultrafine d’oxyde enterrée. Ce
procédé assure un contréle extrémement précisidédimité de la couche supérieure de silicium a
seulement quelques atomes. Ces couches serveasel@dtive au transistor final et doivent par
conséquent étre exemptes de tout défaut et aas@Eplue possible.

La technologie Smart Cut™ de Soitec, associégepédés originaux de transformation de plaques de
SCREEN, économiques, performants, éprouvés et copfoau cahier des charges de la fabrication des
supports FD-SOI, permet a Soitec d'assurer laywiioh constante de plagues FD-SOI hautement
uniformes, dans des volumes suffisants pour régoada demande mondiale de I'industrie du semi-
conducteur. Alliant performances élevées et faiblesommation énergétique, la technologie FD-SOI est
particulierement adaptée aux processeurs utiliads des industries sensibles aux colits comme les
mobiles, I'électronique de grande consommatiomtéimobile et les réseaux.



« Notre partenariat stratégique avec SCREEN nousmetede produire des substrats FD-SOI
ultraminces qui répondent au cahier des chargéstaies fabricants de puces, en termes de résalutio
au niveau atomique et de production en volume.f\axgues FD-SOI sont déja qualifiées par de
nombreuses fonderies déclareChristophe Maleville, Vice-président senior deildsion Digital
Electronics de Soite& Nous nous réjouissons de la qualité du sowtmporté par SCREEN pour la
production de nos substrats FD-SOI et avons hatindéiser les efforts actuels autour du FD-SOI au
nceud 14 nm. »

« SCREEN est fiére de travailler avec Soitec pelaver ce défi technique et permettre a la tecbgiel
FD-SOI d'atteindre des niveaux de performance &eyédéclare le Dr. Olivier Vatel, Directeur

technique de SCREEN Semiconductor SolutiGos Ltd.« Nos systemes de nettoyage a haut rendement
sont préts et disponibles pour I'écosystéme FD-&Bltant qu’'acteur majeur du marché, nous
continuerons a proposer les équipements de potriteantribuent au succées de nos clients ».

Procédé unique de nettoyage de plaques de SCREEN3200 offre la meilleure productivité du
marché grace a un équilibre parfait entre des dzigae nettoyage a haute vitesse et un procédé de
traitement extrémement stable. Il s’appuie sur d#iphes chambres de traitement, ce qui permet un
traitement individuel et personnalisé de chaqugueaen fonction de I'épaisseur de la couche dartlép
du résultat souhaité pour la surface et du mod@lgravure prédictif. Le systeme présente plusieurs
avantages avec notamment un traitement hautemiatrna d’une chambre a I'autre et des durées de
cycles optimales. Il comporte aussi un controlietstie I'épaisseur des couches, I'élimination défadts
et de la contamination par les métaux, ainsi qupnoguctivité élevée due a la grande souplessa de |
chaine d’approvisionnement en produits chimiques.

A propos de SCREEN Semiconductor SolutionsSociété du groupe SCREEN Holdings, SCREEN
Semiconductor Solutions hérite de I'ensemble dasiis de semi-conducteur de son prédécesseur,
Dainippon Screen. S'appuyant sur une présencerigigéodans les technologies de gravure et de
photolithographie, la société est désormais spéémblans la fabrication d’équipements de prodoc®
semi-conducteurs destinés a différents sectew st le nettoyage de plaques, le matériel de
lithographie et les fours. Elle figure parmi les gremiers fournisseurs mondiaux. Pour plus
d’informations, rendez-vous swrww.screen.co.jp/eng/spe

Contact médias SCREEN :
Business Planning Dept.
+81-75-417-2527
speinfo@screen.co.jp

A propos de Soitec :

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondiaadgehération et de la production de matériaux semi-
conducteurs d’extrémes performances. L'entrepiaggpsiie sur ses technologies uniques pour serwir le
marchés de I'électronique et de I'énergie. Avec@BBievets, elle méne une stratégie d’innovations
disruptives pour permettre a ses clients de disgieseroduits qui combinent performance, efficacité
énergétique et compétitivité. Soitec compte des sitdustriels, des centres de R&D et des bureaux
commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Agier Bn savoir plus, veuillez consulter le

site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter :qis_FR et @Soitec_EN.

Note: ce communiqué a été rédigé a 'origine en angtaite version francaise est une
traduction littérale.
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